
 

 

 

 

 MX6-MX は組込 PCの ETX/ComExpressのように、フリースケール・セミコンダクタ社の i.MX 6アプリケーション・ 

プロセッサの機能を CPUモジュールとしてパッケージしたものです。 

SingleCoreの MX6S-MX、DualCore の MX6D-MX、QuadCoreの MX6Q-MXまで、全てのコアに対応した共通モジュールとし

て開発しました。 なお最新の GPU強化版についても同基板にて対応を計画しており、i.MX 6DualPlus（QuadPlusは

消費電力の観点から対応しない予定）を MX6D+-MXとして出荷予定です。 

 

●製品パッケージとして以下のものがあります。 

 １）MX6X-MX Carryの開発後、当社から CPUモジュールを購入する標準的なスキーム 

 ２）MX6X-MXモジュール ODM CPUモジュール自体を自社製品として製造するパッケージ 回路図・ 

部品表・ガーバーBoot/OS のソースコード・および改造し自社製品として製造する権利一式 

３）MX6X-MX SBC-ODM ２）モジュール ODMをベースに１）の Carry部と統合し一体の SBCとする 

 

●ハードウェア 

CPU  MX6S-MX:i.MX 6Solo MX6DL:i.MX 6DualLite MX6D-MX:i.MX 6Dual MX6Q-MX:i.MX 6Quad 各 1GHzを予定 

RAM：DDR3 SDRAM 512MB/1GB/2GB ROM：Carry搭載 

LAN：10/100/1000BASEｘ１ USB：HOSTｘ１/OTGｘ１ SATA：Ⅰ/Ⅱx1 PCIe2.0(1lane) 

MIPIx1(CSI/DSI) HDMIx1 LVDSx2 CMOS-LCD  AUDIO：MicIN LineOut S/PDIF  

 RTC/WDT  UART：最大 x5ポート 電源：DC3.8～4.5V  基板寸法：95mmx65mm 

 

        ●ソフトウェア 

OS Android4.3/4.4 5.0計画） Linux(YoctoLinux Qt5.3サポート 5.5計画) 

 

    ●サポート 

     キャリ-ボードの設計も行いますが、加えてユーザーの設計・量産を立ち上げるためのサポートまで、 

全て対応致します。  
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